
中国集成电路产业人才白皮书解读
来源： 电子发烧友

日前，中国电子信息产业发展研究院（CCID）和工业和信息化部软件与集成电路促进中心（CSIP）联合中国国际人才交流基金会、新思科技（Synopsys， Inc.，）等机构共同举办的“2018全球半导体才智大会暨《中国集成电路产业人才白皮书（2017-2018）》发布仪式”在北京隆重举行。
IC行业人才紧缺，薪资缺乏竞争力
据白皮书统计分析显示，到2020年前后，我国集成电路产业人才需求规模约为72万人左右，截止到2017年底，我国集成电路产业现有人才存量40万人左右，人才缺口为32万人，年均人才需求数为10万人左右，而每年高校集成电路专业领域的毕业生中仅有不足3万人进入到本行业就业，单纯依托高校不能够满足人才的供给要求，应大力发展职业培训并开展继续教育活动，加大海外高层次人才引进力度，采取多种形式大力培养和培训集成电路领域高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。


2017年示范性微电子学院毕业生就业情况（数据来源：各相关高校2017年度毕业生就业质量年度报告图）

集成电路专业高校毕业生都去哪了？白皮书分析指出，他们中的大部分都流向了互联网、计算机软件、IT服务、通信和房地产行业。究其原因，从薪资水平来看，我国金融和移动互联网的繁荣，以及这些行业在薪资和股权激励等方面的优势吸纳了大量人才流入；从就业前景来看，集成电路行业是一个发展较为平稳的行业，人才的成长需要在该行业有很长的积累期，职业发展前景较其他行业竞争力不强。
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2017-2018年集成电路专业领域的从业人员占比（数据来源：白皮书编委会调研数据库、智联招聘全站大数据，CSIP整理）

针对集成电路行业人才流失率较高的问题，白皮书统计分析后发现，我国集成电路行业的平均薪资水平为9120元/月，在统计分析的52个行业中排名第6位，较金融、移动互联网领域的平均薪资还有较大差距。由于较高的时间成本和收入差距等因素，严重影响了本行业对人才的吸引力。因此需要进一步完善创新创造的分配激励机制，落实科技人员科研成果转化的股权、期权激励和奖励等收益分配政策，特别是对集成电路行业人才在个人所得税方面可以有适当的减免和优惠政策。

高层建言
本次大会由CCID、CSIP和中国国际人才交流基金会主办，中国半导体行业协会、安博教育集团、新思科技等机构协办。工信部电子信息司、工信部人事教育司、教育部高等教育司、国内外专家、以及来自产业界、教育界、投资界共计260余人出席了本次发布和会议活动。

中国电子信息产业发展研究院院长兼工业和信息化部软件与集成电路促进中心主任卢山表示：“做好我国集成电路产业人才现状的统计和分析，摸清我国集成电路产业的‘人才家底&rsquo;，对于加快我国集成电路产业人才队伍建设具有很强的现实意义。贵、难、少是集成电路产业人才的突出问题，希望通过人才白皮书的发布引起大家对集成电路人才短版的关注，希望大家一起致力于汇聚资源、汇聚才智，持续投入、提升培养质量，弥补这个短版，真正为中国的集成电路产业发展提供源源不断的人才动力和人才池。”

新思科技全球资深副总裁暨亚太总裁林荣坚在会上表示，过去23年时间，新思科技在支持中国集成电路人才培养方面做了不少事情，每年投入大量的资源，配合教育部、工信部各项教育项目；开放资源给全国大学，支持全国性的大学生电子设计类的竞赛。据统计，今年新思科技支持参与的竞赛总学生人数超过8000余人。人才培育是一个长期的作战，不可一蹴而就。新思科技会持续以开放和积极的态度寻求可能的创新模式，也会与各方合作，一起为我国集成电路大计不懈努力。

新思科技中国董事长兼全球副总裁葛群表示：“祝贺白皮书成功发布，新思科技也将一如既往协力工信部，做好今后白皮书长期工作。人才是集成电路产业的第一资源，也是制约集成电路产业发展的关键瓶颈。新思科技自1995落地中国开始，就一直致力于推动集成电路专业人才的培养，建立了科技竞赛、教育培训、技术讲座、产研合作及国际学术会议五大板块，以期通过多种渠道培养更多更高质量的中国集成电路人才，为打造中国集成电路产业人才‘芯’生态体系贡献自己的力量，让明天更有新思！”

中国集成电路产业人才白皮书的由来
2016年，在新思科技支持下，CCID和CSIP首度发起中国集成电路产业人才白皮书项目。新思科技汇集各界资源鼎力支持相关主管单位，于2017年完成中国首部集成电路产业人才专题的白皮书——《中国集成电路产业人才白皮书（2016-2017）》的调研、撰写和发布工作。该本白皮书的发布，立即在政府、产业及高校产生了巨大的影响力，使更多行业主管部门对国内集成电路产业人才发展现状及相关问题有了更加明确的认识。

为持续推动产学研结合，规模化培养更多符合企业需求的应用型人才，在工信部的高度重视和主持下，新思科技继续作为指导委员会与工作委员会成员，与CCID、CSIP及企业伙伴深度合作，顺利完成了《中国集成电路产业人才白皮书（2017-2018）》编撰并于8月16日正式发布。


